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Support module for a micro-ball grid array (BGA) device for testing 
semiconductor devices and solder connections, includes projections and 
elastic device to hold the module body and test container 
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Abstract of DE1 0007434 



A reception unit (12) is mounted on the surface of 
the module body (10,28). Projections (22, 24) 
extend from opposite sides of the module body 
with an elastic device held between them that 
surrounds the opposite sides of the module body 
to bring the opposite sides together along with a 
holding section (40) and test container (106). 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anrnelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(5) Tragermodul fur eine Mikro-BGA-Vorrichtung 

® Der Tragermodul fur eine Mikro-BGA-Vorrichtung hat 
einen oberen und einen unteren Tragermodulkorper, der 
mit Vorsprungen an seinen oberen und unteren Abschnit- 
ten versehen ist, eine Aufnahmeeinheit, die in den oberen 
Tragermodulkorper eingefuhrt ist, um eine Mikro-BGA- 
Vorrichtung aufzunehmen, und eine Feder aufweist, die 
elastisch an den oberen und unteren Vorsprungen durch 
Einfuhren dazwischen festgelegt ist. Der Tragermodul er- 
moglicht ein Prufen einer fertig gestellten Mikro-BGA-. 
Vorrichtung, ohne daft die unter ihr befindlichen Lotku- 
geln trotz einer Schnellkontaktierung mit dem Prufsockel 
beschadigt werden. ^ 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf einen Tragermodul fur 
eine Mikxo-BGA-Vorrichtung, der in der Lage ist, eine fer- 
tiggestellte Vorrichtung, wie ein Halbleiterbauelement, zu 
prufen, ohne eine darunter befmdliche Lotkugel bei einer 
Schnellverbindung mit einem Priifsockel zu beschadigen. 

BGA bedeutet ball grid array, also Kugelgitteranordnung, 
worunter ein Chipgehause mit Lotpunkten anstelle von An- 
schluBpins zu verstehen ist. 

Eine in einem Fertigungsprozess hergestellte Vorrich- 
tung, wie ein Halbleiterbaustein, wird bekanntlich einer 
Priifstelle einer Handhabungsvorrichtung zugefuhrt, wo sie 
elektrisch mit einem AnschluB verbunden wird. In diesem 
angeschlossenen Zustand wird die Vorrichtung gepriift, wo- 
bei eine Prufeinrichtung oder eine Priifperson entscheidet, 
ob die Vorrichtung in Ordnung ist oder nicht. Ist die Vorrich- 
tung in Ordnung, wird sie weitertransportiert, ist die Vor- 
richtung nicht in Ordnung, wird sie ausgesondert. 

Der Stand der Technik wird anhand der Fig. 1 bis 4 naher 
erlautert. 

Fig. 1 zeigt in einer Draufsicht ausgeforrnte Mikro-BGA- 
Vorrichtungen, 

Fig. 2 zeigt in einer Seitenansicht eine Mikro-BGA- Vor- 
richtung vor ihrer Verbindung mit den Kontaktstiften. eines 
Priifsockels, 

Fig. 3 zeigt in einer Ansicht wie Fig. 2 die Mikro-BGA- 
Vorrichtung angeschlossen an die Kontaktstifte des Priifsok- 
kels und 

Fig. 4 zeigt in einer Ansicht wie Fig. 3 einen ungiinstigen 
Verbindungszustand zwischen den Kugeln der Vorrichtung 
und den Kontaktstiften. 

Eine herkommliche Mikro-BGA- Vorrichtung 1, wie sie 
in Fig. 1 und 2 gezeigt ist, ist sehr klein. Ihre Abmessungen 
betragen etwa 5x8 mm. An ihrer Unterseite sind Kugeln 2 
mit einem Durchmesser von 0,3 mm fur einen leitenden An- 
schluB ausgebildet. Der Abstand zwischen den Kugeln 2 be- 
tragt etwa 0,5 mm. 

Zur Vereinfachung des Herstellungsprozesses werden die 
Vorrichtungen 1 in Form eines einzigen Korpers 3 ausge- 
forrnt, der dann langs Schnittlinien 4 in einzelne Vorrichtun- 
gen 1 getrennt wird. Die Umfangsabmessungen der Kugeln 
2 differieren mit einer zulassigen Toleranz von 0,15 mm. 

Mit einem fiir den Verkauf vorgesehenen, nicht gezeigten 
Behalter wird eine elektronische Vorrichtung 1 zu einem 
Ausrichtblock gefuhrt und in eine vorher festgelegte Posi- 
tion gebracht. Aus dieser Position wird die Vorrichtung 1 
durch eine Vielzahl von Aufnahmeeinrichtungen 5, beir- 
spiels weise in Form von Saugeinrichtungen, angesaugt und 
zu einem Priifsockel 6 transportiert. 

Die an der Unterseite der Vorrichtung 1 freiliegenden Ku- 
geln 2 werden in einer geraden Linie zu entsprechend vorge- 
sehenen Kontaktstiften 7 ausgerichtet. Die Aufnahmeein- 
richtungen 5 senken sich dann zum Priifsockel 6 hin ab, so 
daB jede Kugel 2 mit einem Stift 7 des Priifsockels 6 in Kon- 
takt kommt. Durch wei teres Ab senken der Aufnahmeein- 
richtungen 5 nach unten wird die Vorrichtung 1 mit ihren 
Kugeln 2 gegen die Stifte 7 gedriickt, so daB ein sicherer 
elektrischer Kontakt hergestellt wird und die elektrische Ei- 
genschaft der elektronischen Vorrichtung 1 gepriift. werden 
kann. Dieser Prufzustand ist in Fig. 3 gezeigt. 

Es kann jedoch auch sein, daB bei Verwendung der be- 
kannten Priifvorrichtung die Kugeln 2 nicht in einen exakten 
Kontakt mit den entsprechenden Kontaktstiften 7 kommen, 
wenn die Aufnahmeeinrichtung 5 abgesenkt wird, so daB 
eine elektronische Vorrichtung, die an sich in Ordnung ist, 
als Ausschufi beurteilt wird. Ein solcher fehlerh after Kon- 
takt zustand ist. in Fig. 4 gezeigt. 



Eine solche Fehlbeurteilung kann sich ergeben, wenn die 
Kugel 2 beziiglich des zugeordneten Kontaktstifts 7 versetzt 
ist, obwohl die Aufnahmeeinrichtung 5 die Vorrichtung 1 in 
der richtigen, vom Ausrichtblock vorgegebenen Position 

5 aufgenommen hat. Diese Fehlausrichtung zwischen Kugel 
und Stift kann sich aufgrund des Abstands der Kugeln 2 bei 
einer ungenauen Position ergeben, da die Aufnahmeeinrich- 
tung 5 eine Vielzahl von elektronischen Vorrichtungen 1 fur 
den Kontakt mit den Stiften 7 halt. 

10 Da ein Priifsockel, der mit einer Kugelaussparung verse- 
hen ist, im Hinblick auf seine Dicke und den Kugelabstand 
sehr diinn wird, kann es nicht nur zu einer Fehlausrichtung 
sondem auch zu einem Zerstoren oder Verdrehen der Kugel 
kommen. 

15 Man mochte den Priifsockel so diinn wie moglich halten, 
da eine Verkurzung des Abstands zwischen der elektroni- 
schen Vorrichtung und dem Priifsockel ermoglicht, daB ein 
Rauschen oder ein Verdrehen auf ein Minimum reduziert 
wird. Wenn der Priifsockel mit einer geringen Dicke herge- 

20 stellt wird, sollte auch die Kammer an der Priifstelle eine ge- 
ringe Dicke aufweisen. Dies darf jedoch nicht der Fall sein, 
weil sonst ein adiabatischer Effekt nicht aufrechterhalten 
werden kann, der iiber die vorgegebene Grenze hinausgeht. 
Wenn die Dicke der Kammer an der Priifstelle nicht gering 

25 ist, kann der mit der elektronischen Vorrichtung versehene 
Priifbehalter nicht leicht in Kontakt mit dem Priifsockel ge- 
bracht werden. Das bedeutet, daB die Eigenschaftsprufung 
der elektronischen Vorrichtung nicht moglich ist und viele 
Produkte als fehlerhaft bei der Pruning beurteilt werden. 

30 Der herkommliche Tragermodul halt den Abstand zwi- 
schen den Kugeln der Mikro-BGA- Vorrichtung konstant. 
Der Abstand zu der Kugel vom Einschnitt aus ist jedoch 
willkiirlich, wodurch sich viele Fehler ergeben. Deshalb 
kann die Kugel der Mikro-BGA- Vorrichtung nicht genau in 

35 die Kugelaussparung des Priifsockels eingefuhrt und in 
Kontakt mit den Umfangsabschnitten gebracht werden, so 
daB die Kugeln einer elektronischen Vorrichtung zerstort 
oder weggebogen werden konnen, wodurch die Fehlerrate 
gesteigert und die Produktivitat verschlechtert wird. 

40 Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht 
deshalb darin, eine Tragervorrichtung fiir eine Mikro-BGA- 
Vorrichtung bereitzustellen, bei der die obigen Nachteile 
vermieden sind und mit der die Eigenschaftsprufung genau 
durchgefuhrt werden kann, indem der Priifsockel korrekt 

45 mit der Mikro-BGA- Vorrichtung zur Produktivitatssteige- 
rung in Kontakt gebracht wird. 

Dabei soli der Tragermodul die Ausfuhrung der Priifung 
mit hoher Geschwindigkeit ermoglichen, indem die Kon- 
taktdistanz zwischen Priifsockel und der Vorrichtung ver- 

50 kurzt wird, was eine GroBenminimierung des Priifsockels 
und dadurch eine Kompaktierung der Anlage ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein Trager- 
modul fiir eine Mikro-BGA- Vorrichtung gelost, wie sie in 
den Paten tanspriichen 1 bis 7 beschrieben ist. 

55 Der Modulkorper hat dabei an sein em oberen und unteren 
Abschnitt Vorspriinge. Die Aufnahrneeinheit ist auf dem 
oberen Abschnitt des Modulkorpers fiir die Aufnahme einer 
Mikro-BGA- Vorrichtung angeordnet. Die federnd elastische 
Einrichtung ist zwischen den Vorspriingen des oberen und 

60 unteren Abschnitts eingefuhrt und gehalten. 

Die Aufnahrneeinheit hat einen Aufnahmeabschnitt fur 
die Aufnahme der Mikro-BGA- Vorrichtung, eine erste Fun- 
rung und eine zweite Fiihrung zum Fuhren der Mikro-BGA- 
Einrichtung zu dem Aufmahmeabschnitt. 

65 Die zweite Fiihrung ist mit einer Fixieraussparung zum 
Festlegen der Aufnahrneeinheit an dem Tragermodul verse- 
hen. 

Die Aufnahrneeinheit hat einen Fixierungsbolzen, der in 
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die Fixierungsaussparung der zweiten Fuhrung ein- und 
durchfuhrbar ist, so daB sein Kopf in FormschluB mit der 
Aufnahmeeinheit kommt, Siiikonkautschuk als Belag oder 
Hulse fur den auBeren Abschnitt des Bolzens, der mit dem 
Bolzen in die Fixierungsausspamng eingefuhrt wird, und 5 
eine modulseitige Fixierungsmutter fiir eine Gewindekop- 
pelung mit dem Bolzen. 

Das untere Ende des Silikonkautschukbelags bzw. der Si- 
likonkautschukhulse, der auch in der Fixierungsausspamng 
der Aufnahmeeinheit vorgesehen ist, wird auch in die mit 10 
dem Bolzen zu verbindende Fixierungsmutter eingefuhrt. 

Die Vorspriinge an dem oberen und unteren Abschnitt des 
Modulkorpers sind auf gegeniiberliegenden Seiten ausgebil- 
det. Zwischen die oberen und unteren Vorspriinge wird als 
fedemd elastische Einrichtung eine Feder eingefuhrt, die 15 
sich um den ganzen Modulkorper herum erstreckt. Dadurch 
kann der Tragermodul iiber die seinen Modulkorper um- 
schliefiende Feder an einem Halteabschnitt eines Prufbehal- 
ters angebracht werden. 

Der Priifbehalter ist so gebaut, daB die sich um den Um- 20 
fang des Modulkorpers hemmerstreckende Feder in Vor- 
spriinge eingefuhrt wird, die so ausgebildet sind, daB sie 
symmetrisch zu dem Tragermodulhalteabschnitt des Priifbe- 
halters sind und daB sie vorwarts und riickwarts bewegbar 
sind. r ' 25 

Bei der erfindungsgemaBen Ausgestaltung des Tragermo- 
duls kann der Priifsockel diinn gebaut werden, so daB die 
Gesamtanlage klein ist. Der erfindungsgemaBe Prufmodul 
erlaubt eine prazise Eigenschaftspriifung der Mikro-BGA- 
Vorrichtungen aufgmnd des korrekten Kontakts zwischen 30 
ihnen und dem Priifsockel, wodurch die Produktivitat erhoht 
wird. Mit dem Tragermodul nach der Erfindung laBt sich die 
Pruning der Mikro-BGA-Vorrichtungen mit hoher Ge- 
schwindigkeit ausfiihren, wobei die Kontaktdistanz zwi- 
schen diesen und dem Priifsockel verkiirzt ist. 35 

Anhand weiterer Zeichnungen wird die Erfindung bei- 
spieiweise naher erlautert Es zeigt 

Fig. 5 perspektivisch einen erfindungsgemaBen Trager- 
modul fur eine Mikro-BGA-Vorrichtung, 

Fig. 6 perspektivisch eine Aufnahmeeinheit des Trager- 40 
moduls, 

Fig. 7 eine schematische Schnittansicht des Tragermoduls 
mit eingesetzter Mikro-BGA-Vorrichtung, . 

Fig. 8 eine Draufsicht auf einen Priifbehalter, der mit den 
erfindungsgemaBen Tragermodulen versehen ist, und 45 

Fig. 9 vergroBert einen Teil des Priifbehalters mit zwei 
Tragermodulen. 

GemaB Fig. 5 und 6 hat ein Tragermodul 102 fur eine Mi- 
kro-BGA-Vorrichtung 100 einen Modulkorper mit einem 
oberen Abschnitt 10 und einem unteren Abschnitt 28, die je- 50 
weils mit Vorspriingen 22 und 24 versehen sind, eine Auf- 
nahmeeinheit 12, die an dem oberen Abschnitt 10 des Tra- 
germoduls fiir die Aufnahme einer Mikro-BGA-Vorrichtung 
100 angeordnet und eingesetzt ist, sowie eine plastische Ein- 
richtung in Form einer Feder 26, die zwischen den oberen 55 
und unteren Abschnitten 22 und 24 eingesetzt und elastisch 
festgelegt ist. 

Die Aufnahmeeinheit 12 hat gemaB Fig. 6 einen Aufnah- 
rneabschnitt. 14 fiir die Aufnahme einer Mikro-BGA-Vor- 
richtung 100 sowie zwei erste Fuhrungen 32 und zwei 60 
zweite Fuhrungen 34 zum Fiihren der Mikro-BGA-Vorrich- 
tung 100 in den Aufnahmeabschnitt 14. 

Die zweite Fuhrung 34 ist mit einer Fixierungsausspamng 
18 zum Festlegen der Aufnahmeeinheit. 12 an dem Trager- 
modul 102 versehen. 65 

GemaB Fig. 7 hat. die Aufnahmeeinheit 12 einen Fixie- 
rungsbolzen 20, der in die Fixierungsausspamng 18 der 
/.weilen Fuhrung 34 fiir eine Koppelung damit einftihrbar 
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ist, einen Silikonkautschukbelag 42 zum Einfuhren um den 
AuBenabschnitt des Bolzens 20 herum und zum Einfuhren 
in die Fixierungsausspamng 18 der Aufnahmeeinheit 12, so- 
wie eine Fixierungsmutter 36 fiir eine Verbindung mit dern 
Bolzen 20. 

Der Silikonkautschukbelag 42, der in die Fixierungsaus- 
spamng 18 der Aufnahmeeinheit 12 eingefuhrt ist, ist auch 
mit seinem unteren Ende in die fur die Verbindung mit dem 
Bolzen 20 vorgesehene Fixierungsmutter 36 eingefuhrt. 

Die Vorspriinge 22 und 24 sind im Abstand zueinander 
am oberen Abschnitt 10 und am unteren Abschnitt 28 des 
Tragermoduls 102 auf einander gegeniiberliegenden Seiten 
des Tragermoduls 102 angeordnet. 

Die Feder 26 ist zwischen die oberen Abschnitte 22 und 
die unteren Abschnitte 24 so eingesetzt, daB sie sich um den 
Tragermodul 102 herum erstreckt. Wie aus Fig. 8 und 9 zu 
sehen ist, kann der Tragermodul 102 durch die ihn umge- 
bende Feder 26 an einem Priifbehalter 106 angebracht wer- 
den, der mit entsprechenden Halteabschnitten versehen ist. 

Die Halteabschnitte 22 und 24 fur die Feder 26 sind sym- 
metrisch zu dem Halteabschnitt des Priifbehalters fur den 
Tragermodul 102 so ausgebildet, daB eine Bewegung in Vor- 
warts- und Ruckwartsrichtung moglich ist. 

Der obere Abschnitt 10 des Tragermoduls 102 ist an sei- 
nem Rand mit einer Positionsbestimmungsausspamng 30 
versehen, die mit einem Positionsbestimmungsstift des nicht 
gezeigten Priifsockels in Eingriffbringbar ist. Ferner hat der 
obere Abschnitt 10 des Tragermoduls 102 eine Aussparung 
16 fur das Einsetzen der Aufnahmeeinheit 12. 

Die oberen Vorspriinge 22 sind auf der linken und rechten 
Seite des oberen Abschnitts 10 des Tragermoduls 102 so 
ausgebildet, daB sie symmetrisch zueinander sind, wahrend 
die unteren Vorspriinge 24 auf der linken und rechten Seite 
des unteren Abschnitts 28 des Tragemoduls 102 vorgesehen 
sind. Die Feder 26 ist zwischen den oberen Abschnitten 22 
und den unteren Abschnitten 24 eingefuhrt und an der Um- 
fangsflache des Tragermoduls 102 installiert. In die Ausspa- 
rung 16 ist die Aufnahmeeinheit 12 eingesetzt, in der eine 
Mikro-BGA-Vorrichtung 100 aufgenommen ist. Die Mikro- 
BGA-Vorrichtung 100 wird an ihrem vorderen und hinteren 
Teil jeweils von einer Lasche 38 gehalten, die tragermodul- 
seitig vorgesehen ist. 

Die Aufnahmeeinheit 12 hat an jedem ihrer Rander eine 
erste Fuhrung 32 und eine zweite Fuhrung 34 zur Lageflxie- 
rung einer aufgenommenen Mikro-BGA-Vorrichtung 100, 
wobei die jeweiligen Fuhrungen mit dem dazwischenliegen- 
den Aufnahmeabschnitt 14 einander im wesentlichen dia- 
metral gegeniiberliegen. Die zweiten Fuhmngen 32 haben 
jeweils eine Fixieraussparung 18. Die Fixieraussparung 18 
der zweiten Fuhrung 14 erstreckt sich auch in den oberen 
Abschnitt 10 des Tragermoduls 102. Dort ist die Fixierungs- 
mutter angeordnet, so daB, wenn die Fixierungsmutter, die 
in Fig. 6 nicht gezeigt ist, mit dem Bolzen 20 gekoppelt ist, 
die Aufnahmeeinheit 12 am Tragermodul 102 festgelegt ist. 
In die Fixierungsaussparung 18 ist Siiikonkautschuk 42 in 
Form einer Hulse eingefuhrt, deren unterer Abschnitt sich 
auch in die mit dem Bolzen 20 zu verschraubende Mutter 36 
erstreckt. Wenn der Bolzen 20 in die Mutter 36 einge- 
schraubt ist, ermoglicht es die Hulse aus Siiikonkautschuk 
42 aufgrund der Elastizitat dieses Materials, daB eine Rela- 
tiv-Bewegung nach links, rechts, nach vorne und nach hin- 
ten moglich ist. 

Wenn die Mikro-BGA-Vorrichtung 100 auf ihrer einen 
Seite durch die Laschen 38 gehalten ist und die Feder 26 
zwischen den Vorspriingen 22 und 24 positioniert ist, kann 
der Tragermodul 102, wenn er an dem nicht. gezeigten Priif- 
behalter angebracht ist, sich fiir die Koppelung mit dem 
Priifsockel elastisch bewegen. 
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Wie aus Fig. 8 und 9 zu ersehen ist, hat der Priifbehalter 
106 Halteabschnitte zum Halten des Tragermoduls 102. Je- 
der Halteabschnitt fur den Tragermodul 102 ist auf seinen 
beiden Seiten mit Vorspriingen versehen, so daB die an der 
Umfangsflache des Tragermoduls 102 installierte Feder 5 
daran arretiert werden kann. . 

Zunachst wird die fertiggestellte Mikro-BGA-Vorrich- 
tung 100 in der Aufnahmeeinheit 12 des Tragermoduls 102 
aufgenommen und durch die Laschen 38 festgelegt, wobei 
die Feder 26 zwischen den oberen Abschnitten 22 und den 10 
unteren Abschnitten 24 eingefuhrt ist. Die so in dem Trager- 
modul 102 aufgenommene Mikro-BGA-Vorrichtung 100 
wird an dem Priifbehalter 106 festgelegt und mit diesem 
dem Prufsockel an einer Prufstelle zur Prufung zugefuhrt. 
Dabei ist die Feder 26 in die Vorspriinge 40 eingefuhrt. Der 15 
in dem Priifbehalter 106 installierte Tragermodul 102 kann 
aufgrund der elastischen Kraft der Feder 26 perfekt in Kon- 
takt mit dem Prufsockel gebracht werden, auch wenn dieser 
in seiner Bauweise sehr diinn ist, so daB die Gesamtanlage 
klein und kompakt gebaut werden kann. 20 

Das korrekte Einfuhren der Kugeln der Mikro-BGA-Vor- 
richtung 100 in die Aussparung des Priifsockels wird da- 
durch unterstiitzt, daB die Hulle 42 aus Siliziumkautschukin 
die Fixierungsaussparung 18 der Aufnahmeeinheit 12 und 
mit ihrem unteren £nde in die mit dem Bolzen 20 zu verbin- 25 
dende Mutter 36 eingefuhrt ist. Im oberen Abschnitt der 
Mutter 36 wird dadurch ein kleiner Spalt gebildet, so daB 
sich die Aufnahmeeinheit 12 etwas in ihrer Auflageebene 
verschieben kann, wodurch die Kugeln der Mikro-BGA- 
Vorrichtung 100 problemlos in die Aussparung des Priifsok- 30 
kels eingefuhrt werden konnen, wodurch ein einwandfreier 
Kontakt erreicht wird, der die Effizienz der Prufung steigert. 

Patentanspruche 

35 

1. Tragermodul (102) fur eine Mikro-BGA-Vorrich- 
tung 

- mit einem Modulkorper (10, 28), der zwei 
Oberflachen und zwei Paare von gegeniiberlie- 
genden Seiten hat, 40 

- mit einer Aufnahmeeinheit (12), die durch Hal- 
teeinrichtungen (18, 20, 36) an einer Oberflache 
des Modulkorpers (10, 28) zum Aufnehmen und 
Halten der Mikro-HGA-Vorrichtung (100) ange- 
bracht ist, 45 

- mit Vorspriingen (22, 24), die sich seitlich von 
dem einen Paar von gegenuberliegenden Seiten 
des Modulkorpers (10, 28) und im vertikalen Ab- 
stand beziiglich seiner beiden Oberflachen er- 
strecken, und 50 

- mit elastischen Einrichtungen (26), die zwi- 
schen den Vorspriingen (22, 24) so angeordnet 
sind, daB sie die beiden Paare von gegenuberlie- 
genden Seiten des Modulkorpers umschlieBen 
und an dem anderen Paar von gegenuberliegenden 55 
Seiten des Modulkorpers (10, 28) mit einem Hal- 
teabschnitt (40) eines Prufbeh alters (106) in Ein- 
griff bringbar sind. 

2. Tragermodul nach Anspruch 1, bei welchem die 
Aufnahmeeinheit (12) einen Aufnahmeabschnitt (14), 60 
wenigstens eine erste Fiihrung (32) und wenigstens 
eine zweite Fuhrung (34) zum Fuhren der Mikro-BGA- 
Vorrichtung (100) in ihre Halteposition in dem Aufnah- 
meabschnitt. (14) aufweist. 

3. Tragermodul nach Anspruch 2, bei welchem ein 65 
Paar von ersten Fiihrungen (32) und ein Paar von zwei- 
len Fiihrungen (34) vorgesehen sind, wobei die Fiih- 
rungen eines jeden Paars diagonal zueinander angeord- 
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net sind. 

4. Tragermodul nach Anspruch 2 oder 3, bei welchem 
die Halteeinrichtungen (18, 22, 36) der zweiten Fiih- 
rung (34) der Aufnahmeeinheit (12) zugeordnet sind. 

5. Tragermodul nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, bei welchem die Halteeinrichtungen 

- eine Fixierungsaussparung (18), die sich durch 
die Aufaamrieeinheit (12) erstreckt, 

- eine Mutter (16), die an dem Modulkorper fest- 
gelegt ist, und 

- einen Bolzen (20) aufweisen, der sich durch die 
Fixierungsaussparung (18) hindurch in Gewinde- 
eingriff mit der Mutter (36) zum Festlegen der 
Aumahmeeinheit (12) auf der einen Oberflache 
des Modulkorpers erstreckt. 

6. Tragermodul nach Anspruch 5, bei welchem dem 
Bolzen (20) eine auBere Schicht (42) eines elastisch 
verforrnbaren Materials zugeordnet ist, das eine be- 
grenzte Relativbewegung der Aufnahmeeinheit (12) 
und des Modulkorpers in der Ebene ihrer Kontaktfla- 
che zulaBt. 

7. Tragermodul nach Anspruch 6, bei welchem das 
elastische Material eine Hiilse (42) aus Silikonkau- 
tschuk ist, die in die Fixierungsaussparung (18) und die 
Mutter (36) eingesetzt ist. 
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